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１．概要（Summary） 

表面フォノンポラリトン(SPhPs : Surface phonon – 

polaritons)は光学フォノンとフォトンがカップリングした電

磁波で，SiO2 や SiC などの誘電率の実部が負になる物

質の表面近傍に存在する。 解析によると SPhPs は自立

薄膜において影響を強め、膜厚が薄くなるほど面方向の

熱輸送を促進すると報告されている[1]。具体的には自立

薄膜の厚みが 200 nmを下回ると熱伝導率が上昇する。

本研究では、SPhPsによる熱伝導率の促進を検証するた

め、SiO2自立薄膜を作製し、その熱伝導率を測定した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】   

レーザー描画装置、スパッタリング装置、両面マス

クアライナ、膜厚測定器、PECVD 、リアクティブ

イオンエッチャー、酸化炉 

【実験方法】 

フォトリソグラフィ技術を用いて金属細線の載っ

た SiO2 自立薄膜を作製した。中央に線熱源のある自

立薄膜の 2次元の熱伝導方程式を解き、実験結果と解

析解を比較することで熱伝導率及び熱拡散率を計算

した[2]。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

金属細線を載せた SiO2自立薄膜を作製することがで

きた。作製した自立薄膜の写真が Fig. 1である。熱伝導

率と熱拡散率の測定結果がFig. 2である。280 nm付近

ではバルクの熱伝導率と近い値をとり，50 nmを下回ると

バルクよりも大きな熱伝導率となった。傾向としては自立

薄膜の膜厚が薄くなるほど熱伝導率と熱拡散率が上昇し

ている．これは SPhPsにより面方向の熱輸送が促進され

ている可能性がある。今後は他の膜厚の熱伝導率及び

熱拡散率を測定することで，SPhPs による熱輸送の促進

を検証していく。 

 

Fig. 1 Fabricated SiO2 suspended thin films with 

Al Wires on a SiO2 wafer. 

 

Fig. 2 Thermal conductivity and Thermal 

diffusivity with different thicknesses.  
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